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HeiBeingebaute
Thermoplastik

Thermoplastik flir den HeiBeinbau bei Schlagléchern und Rissen
im Asphalt PREMARK® macht die Welt etwas sicherer

www.geveko-markings.com



Schnelle und innovative
Reparatur

ChipFill® ist eine speziell flir die Reparatur von Rissen
und kleineren Schlagléchern (Durchmesser bis 20
cm) entwickelte Thermoplastik. ChipFill® verhindert,
dass aus kleinen Beschadigungen grofBe Schlaglocher
entstehen.

Die Reparaturzeit betragt etwa 20 Minuten - vom
Beginn bis zur Freigabe des Verkehrs.

Einfache Verarbeitung

Die heil eingebaute Thermoplastik ChipFill® ist
herkdmmlichen, kalt applizierten Reparatursystemen
hinsichtlich der Haftung zum Asphalt Uberlegen.
Durch das Aufheizen auf ca. 220°C und mehr entsteht
eine hervorragende Verbindung mit dem Bitumen im
Asphalt.

"ChipFill®

lasst sich 8
ohne groBen

Aufwand
verarbeiten” ;A

ChipFill® ist eine temporare Reparatur, welche die
Kosten fiir die Asphaltinstandhaltung verringert.
Durch das Verschlie3en von kleineren Beschadigungen
wird verhindert, dass beispielsweise aus kleinen
Frostaufbriichen gro8e Schlaglocher werden und
diese dann ein Vielfaches an Kosten verursachen.

Zur Verarbeitung von ChipFill® benétigen Sie lediglich
einen Gasbrenner. Wenn Sie ChipFill® auf lhrem
Fahrzeug mitfiihren, konnen Sie auf diese Weise
Beschadigungen im Asphalt unmittelbar nach dem
Auffinden reparieren.

Applikation zu jeder
Jahreszeit

ChipFill® lasst sich ohne grof3en Aufwand verarbeiten
- Sie bendtigen nur einen StraBenbesen und einen
Gasbrenner.

Reinigen Sie die zu reparierende Stelle und erwarmen
Sie diese, um Restfeuchtigkeit zu beseitigen. Danach
eine Schicht ChipFill® (max 15 mm) in das Schlagloch
bzw. den Riss fillen und mit dem Brenner erhitzen.
Dabei wird das Material flissig und fillt die vorher
offene Stelle komplett aus. Eventuell erforderliche
weitere Lagen ChipFill® werden genauso appliziert.
Dabei sollte aber eine Schichtdicke von insgesamt 45
mm nicht Gberschritten werden.

Um eine rutschhemmende Oberflache sicherzustellen
und um Geistermarkierungen zu vermeiden, wird
die noch heile Thermoplastik mit Griffigkeitsmittel
abgestreut.




Applikation in vier einfachen Schritten

Staub und losen Schmutz im Ein- Mit einem Gasbrenner den
satzbereich griindlich entferne Einsatzbereich vorheizen.

Fillen Sie eine Schicht ChipFill® Erhitzen Sie das Material auf cay
von maximal 15mm in den 200°C mit dem Gasbrenner.
Einsatzbereich

- res
w ChipFil
Hot applied
surface defect repair syste
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Kein Miill & keine Verschmutzungen

ChipFill® besteht aus kleinen Granulaten, die das Arbeiten sehr vereinfachen. Die
gewiinschte Menge wird in den Anwendungsbereich gefiillt. Uberschiissiges Granu-
lat kann einfach weggekehrt und fiir einen spateren Gebrauch verwendet werden.
Somit entsteht kein Mull und durch das Erhitzen des Granulats mit dem Gasbrenner
entstehen auf dem Kopfsteinpflaster keine Verschmutzungen oder Flecken.




Alternative Anwendung von ChipFill®
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@ C h I p F I I I Auftragen von Premark auf Pflastersteinen mit ChipFill® und Viaxie:

Reinigen der Fugen. Im
AnschluB3 die Oberflache
mit einem Gasbrenner
vorheizen.

Eine Schicht ChipFill®
auftragen (max. Dicke
von 15mm). Das ChipFill®
so lange erhitzen bis es
schwarz und flussig wird
und sich den Konturen
der Fugen anpasst.

Diesen Schritt so lange
wiederholen, bis die
Fugen gefillt sind.

Verbrauch:

Ein 12kg Sack deckt
bei einer Schichtdichte
von 15mm ungefahr
0,4m” ab. Das heilt im
Durchschnitt 40m Fugen
von 10mm Breite und
15mm Tiefe.
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PREMARK®auflegen Markierung erhitzen

Viaxi® ist ein effektives zwei
Komponenten Bindemittel,

das speziell fiir Beton-,
Kopfsteinpflaster- und
Fliesenoberflachen entwickelt
wurde. Die geschatzte
Anwendungsmenge ist ungefahr
300ml/m?, d.h. 220g/m>.

Mine 380 ml Eimer 3,5 kg
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ChipFill® is made in Denmark by Geveko Markings Denmark A/S
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